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MODIFICATION N° 1 A LA PUBLICATION 68-2-10A DE LA CEI:
ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxitme partie: Essais — Essai J: Moisissures — Amnexe A: Guide

(Premiére édition — 1969)
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3 Effets du mycélium

Ajouter un nouveau paiagiaphe numéioté 3 3 comme suit

33  Effets associés aux matéiiels

ilisés deviaient &tie choisis de fagon & avoir le plus de résistance pos-
dant ainsi maximal le temps piis pat le mycélium pout se développer, et

Insérer

42 de lubrifiants pendant I’assemblage, de vernis, de finis, etc , devrait étre évitée Méme
sl peut &tre montré qu’ils ne favolisent pas le développement des moisissures par cux-mémes, ils
peuvent attiter et recueillir de la poussiére qui, elle, favorise le developpement des moisissures

Cependant, il faut noter que ’emploi de produits contenant des fongicides est souvent recommandé
pour la piotection de certains matériaux

43  Des pidges 2 humidité, qui peuvent avoir été formés lors de I’assemblage du matéiiel et dans lesquels
les moisissures peuvent se développer, doivent étre évités Des exemples de tels pieges, moins évi-
dents, sont les espaces compris entie des prises non étanches et leurs supports ou les espaces
compris entre des caites de circuits imprimés et leurs connecteurs latéiaux dans ceitaines positions
particulieies
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AMENDMENT No 1 TO ITEC PUBLICATION 68-2-10A:
BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Test J: Mould growth — Appendix A: Guide
(First edition — 1969)

Ppge 7

3 Effects of growth

N

dd a new sub-clause numbered 3 3 as follows

3[3  Effects associated with equipments

Due to the modular design and intei-connection of much modérn.equipment) mould growth in
one atea of an equipment may have quite seveie effects in j bytnit oglule which in
itself may not peimit the growth of mould The possibl g petfoxmance as a whole

Note — It should also be temembeted that some equipment ma ponents and/o1 sub-assemblies which
fo1 vatious reasons may not have been dgSigned to bexgsistaut toxpould growth, and the over-all petformance
of the equipment may be affected by the limi%sistace Q 3¢ items
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4

Transfer the first paragiay ¢ stlifietd s shown, into Clause 4 as Sub-clause 4 1
411

¢’chosen to have as gieat a resistance to mould giowth as
¢ taken for mycelium to grow, and minimizing any damage to

IAsert two new sub>¢

4R The use of tubiicants duiing assembly, varnishes, finishes, etc , should be avoided unless they can

be shown-10 be non-suppoiters of mould giowth Even if it can be shown that the lubiicants, elc ,
do potisupport mould giowth, they may attiact and collect dust which in tuin will support mould
growth

However, it should be noted that the use of products containing fungicides is often 1ecommended
foi the protection of some matetials

43 Moisture tiaps which may be formed duting the assembly of an equipment and in which mould
can giow must be avoided Examples of such less-obvious tiaps ate between unsealed mating
plugs and sockets or between printed citcuit cards and edge connectors in particular attitudes
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— 4 —

Renumeéroter les paragiaphes existants comme suit

41 devient 4 4 46 devient 49

42 devient 4 5 47 devient 4 10
4 3 devient 4 6 48 devient 411
4 4 devient 4 7 49 devient 412
4 5 devient 4 8 410 devient 4 13

Modifier actuel paragraphe 4 9 (devenu 4 12) comme suit

412  Une citculation d’ait natmelle tend & déposer beaucoup plus de poussi¢éie qu’une citculation d’aii
forcée et on doit porter son attention sur les parties du matériel dans lesquelles il est probable,que
de la poussiére se dépose ainsi On deviait également noter que des courants d’air de vitesse. adé-
quate, citculant sui les pieces du matéiiel, peuvent 1etarder le développe des mojsissures
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5 Conditions d’application de 1’essai de moisissures

Transférer le premier paragraphe (modifié) a Particle 4 (comine g et insérer le nouveau

L’essai aux moisissures d’un matériel devrait normaleme imiter a tavérification, s’il y a lieu, de
I’emploi de composants et de matériaux.convenglles, y aj de moisissures effectué sur un

matéiiel complet sera souvent d’un co# e§ résultats assez douteux La plu-
pait des 1enseignements requis pourtont g e nus d’une facon plus aisée et plus précise
a partir d’essais sur des matéiiaux, su1 des emb w des parties du matéiiel de faibles dimensions,
etc
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Finalement on devrait se rappeler que, dans I’enviionnement naturel, les spotes de mycélium sont
généralement transportées par I’ai1, alois que, pour I’exécution des essais, il est nécessaire de les introduire
dans une solution aqueuse par pulvérisation et que le processus et le degré de pénétration peuvent, plus
patticuli¢tement dans le cas des matériels, &tre totalement différents
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